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第七章  电子元器件可靠性保证技术及案例


7.1 电子器件选择策略


7.2 电子器件工艺性要求概述


7.3 器件可焊性测试及控制方法  


7.4 无铅器件锡须控制方法


7.5 塑封器件潮湿敏感损伤控制方法


第八章  组件可靠性综合试验方案讨论











                            





举办单位：北京时代光华教育集团  广州中智光华企业管理咨询有限公司  


课程费用：2800元/人.两天，会员单位6张门票即可


（含教材、证书、茶点、午餐、税金等费用）


课程日期：2011年8月27-28日(周六、周日)  


授课地点：广州市天河区广州大道中193号新达城广场南塔7楼会议室(广州大道与天河北路交


叉口)（外地学员可以代订住宿，标准自选）


培训形式：案例分享、专业实战、小班教学！名额有限，先报先得！


联系方式：方艳   0571—89939504  13868098832  
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绿色电子组件可靠性试验及失效分析技术
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课程作用:


通过本课程的学习，将了解电子组件可靠性特点，掌握电子组件常用可靠性试验方法和失效分析手段，掌握电子组件常见失效模式和失效控制方法，并且通过大量的案例分析（60个左右的真实案例）掌握电子组件失效的一般规律。从而为实际工作中碰到的可靠性为题提供解决方法。


课程特点：


本课程从可靠性保证的基础理论出发，简要介绍了可靠性技术基础和电子组件的可靠性特点，重点介绍了电子组件常用的可靠性试验方法和失效分析手段，并从影响电子组件可靠性的主要因素出发，以案例分析和理论分析相结合的方式，重点介绍了电子组件常见问题的可靠性保证和失效分析方法，包括：电子组件工艺质量要求及评价方法；电子组件焊点疲劳失效机理及评价方法；电子组件用PCB质量保证技术；电子组件绝缘可靠性保证技术；电子元器件可靠性保证技术。本课程最后给出了典型的电子组件可靠性的试验方案。�课程目的:


(了解电子组件可靠性基础知识


(全面了解电子组件可靠性试验方法和失效分析手段


(掌握电子组件工艺评价方法和案例分析


(掌握焊点疲劳可靠性保证技术


(掌握PCB质量保证技术及案例分析


(掌握电子组件绝缘可靠性保证技术及案例分析


授课对象: 


从事信息电子产品制造业的管理、生产、使用、供销等工作的研发总监、总工程师、技术总监、产品经理、研发经理、质量经理、可靠性工程师、品质工程师等。








课程提纲：


电子组件可靠性概述


可靠性基础


电子组件可靠性特点


电子组件可靠性保证技术概述


电子组件可靠性试验方法和失效分析手段


2.1 电子组件可靠性试验原理


2.2 电子组件可靠性试验方法


   (温度循环试验 (温度冲击试验 (机械振动试验 (强度试验 (高温高湿试验


2.3 电子组件失效分析概述


2.4 电子组件失效分析方法概述


(外观检查  (声学扫描  (金相切片分析  (红外热像分析


(X-射线检查 (扫描电镜及能谱分析 (红外光谱分析 (热分析


电子组件工艺评价方法和案例分析


3.1 焊接原理


3.2 良好的焊接评价标准


3.3 焊接工艺评价方法


3.4 常见焊接工艺缺陷失效案例分析及讨论


焊点疲劳可靠性保证技术


4.1焊点疲劳机理


4.2焊点疲劳试验方法


4.3 焊点疲劳失效案例分析及讨论


PCB质量保证技术及案例分析


5.1 PCB主要可靠性问题概述


5.2 无铅喷锡上锡不良案例分析及讨论


5.3 PCB耐热性能要求及评价


5.4 镍金焊盘的黑焊盘可靠性


5.5 其他可靠性问题


电子组件绝缘可靠性保证技术及案例分析


6.1 电子组件绝缘失效机理


6.2 电子组件绝缘可靠性评价方法


6.3 电子组件绝缘失效案例分析及讨论








讲师简介：邱宝军 老师


中国赛宝实验室（工业和信息化部电子第五研究所）可靠性研究分析中心高级工程师，微电子封装和表面组装工学硕士，时代光华教育集团特聘高级培训师，中智光华电子行业讲师团高级讲师。自1999年起，专业从事表面组装及微电子封装工艺及可靠性技术研究，PCBA检测及失效分析技术服务，无铅项目导入咨询工作。目前承担了国家多项封装可靠性等重点项目的研究工作。尤其擅长PCBA失效分析、SMT工艺制程改进、无铅工艺的导入和无铅PCBA可靠性评价等。 精通SPC、PPM，熟悉6西格玛等质量技术，擅长解决电子组装过程中的质量和过程控制问题。


曾在IBM、诺基亚、格力电器、苏泊尔、美的空调、志高空调、中兴通讯、步步高电子、伟易达、深圳友隆电器、发利达电子（美资）、大长江集团、富士康、爱默生、研祥智能等大型企业讲授相关课程；并在北京、上海、广州、深圳、厦门、苏州、无锡等地举办全国巡回公开课程。











